Editorial

Umverpackung von Hochtemperatur-Elektronikbaugruppen

Die Grundlagen- und anwendungsorientierten For-
schungsarbeiten fiir die Aufbau- und Verbindungs-
technik von Leistungsmodulen und -baugruppen
fiir erhohte Betriebstemperaturen sind immanenter
Bestandteil umfangreicher systemorientierter Unter-
suchungen zur Einsatzvorbereitung hochintegrierter
Logik-Leistungs-Module fiir z. B. die Energietech-
nik, die Elektromobilitdt, die industrielle Antriebs-
technik und die Beleuchtungstechnik. Dabei stehen
Fragestellungen der Systemintegrationstechnologien
fiir die Steigerung der Leistungsdichte und der Ener-
gieeffizienz im Bereich der Leis-
tungselektronik im besonderen
Fokus.

Die Leistungselektronik ist ein
Teilgebiet der Elektrotechnik, sie
umfasst die Erzeugung, Umfor-
mung und Verteilung elektrischer
Energie mit elektronischen Bau-
gruppen und Systemen, die unter
den gegebenen Einsatzbedingun-
gen spezifische Anforderungen
der Zuverléssigkeit gewahrleisten
miissen.

Wegen der hohen Bedeutung u. a.
fiir den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien und der Elektromobilitat ist eine multidiszipli-
ndre Zusammenarbeit der Industrieunternehmen und
der Institute und Hochschulen notwendig.

Aufgrund der durch die Integrationstechnik bestimm-
ten Verlustleistung in leistungselektronischen Kom-
ponenten und der Bedingungen ,harsh environment®,
steigen die Anforderungen an die systemisch stabile
Umverpackung bestindig. Die funktionelle und ther-
momechanische Stabilitit der Komponenten wird u.
a. durch die Umverpackungstechnologie und -werk-
stoff (Mold Compounds) bestimmt. Bisherige organi-
sche Mold-Massen kommen an ihre Grenzen beziig-
lich der Schutzfunktion der aktiven Strukturen und
der elektrischen Verbindungen. Die Grenzflichen-
stabilitdt zwischen der Mold-Masse und den Ober-

flichen der Funktionselemente (z. B. Lead frames,
organische und anorganische Substrate) ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen, um eine zuverldssige
Funktion der Komponenten zu gewéhrleisten. Von
besonderer Bedeutung sind die Eigenschaften Feuch-
tigkeitsaufnahme (JEDEC J-STD-20) und TCE, letz-
terer Kennwert ist dabei ein stark von den Prozess-
und Betriebstemperaturen abhéngiger Parameter,
der sich entsprechend den Glaserweichungspunkten
dynamisch dndert und bei leistungselektronischen
Komponenten zu Unterbrechungen von kohésiven
Verbindungen fiihren kann.

Als Folge konnen Delaminierun-
gen zwischen der Mold-Masse
und der Funktionsoberfliche
auftreten, was zu einer unzulés-
sigen Degradation fiihrt. In leis-
tungselektronischen Modulen
ist die Fehlanpassung im thermi-
schen Ausdehnungskoeffizient
ein Treiber von Verschiebungen
und mechanischen Spannungen
in Grenzflichen, die minimiert
werden miissen, um steigende
Betriebstemperaturen ohne Funk-
tionsverlust zu kompensieren.
Daraus resultierend ist die Materialentwicklung fiir
degradationsarme, zuverldssige Umverpackungsma-
terialien eine neue Herausforderung der Zusatzwerk-
stoffindustrie. Eine mogliche/notwendige Applika-
tion von anorganischen Umhiillmassen kann hier ggf.
Abhilfe bei bestehenden Limitierungen leisten.

Die Weiter- und Neuentwicklung von organischen,
anorganischen oder hybriden Umhiillmassen ist hier
ein neuer Schwerpunkt fiir die systemischen Anpas-
sungen auf dem Gebiet der Aufbau- und Verbin-
dungstechnik fiir die Leistungselektronik.
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